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■	기존 알루미나 분산동 대비 전기 전도도 15%, 기계적 강도 20% 이상 향

상시킨 혁신 소재 구현

■ 근본 원리 : 순수 알루미나 (Al2O3) 나노입자에 극소량의 Ti을 도핑하여, 

형상 제어가 가능함을 밝힘 (판상형에서 구형체로 상전이) : 제1원리 전

산모사를 통한 메커니즘 규명

기술 개요

■ 컴퓨터 CPU 핵심부품간 연결선, 내열성이 요구되는 전기 및 전자부품, 내 

마모용 소재 등 다방면으로 활용 가능한 소재

적용분야

■ 구리기지와 분산 알루미나 나노 입자간 계면에너지를 미량의 전이금속 

도핑을 통해 제어함 : 제1원리 전산 예측 + TEM 관측 + 실험적 검증

■ 구리기반 저가 및 쉬운 제조 공정으로 내열성 소재로 개발

기술 특징

활용사례
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